
Kompetenzen finden sich: 
Hightech-Leiterplatten

Ein Trend in der Elektronikindustrie ist die

Steigerung der Leistung bei gleichzeitiger

Miniaturisierung der Produkte. Als Antwort

auf diese Herausforderung entstehen so

genannte HDI-Baugruppen oder Leiter-

platten mit folgenden Merkmalen:

> sehr hohe Verbindungsdichte > 1000

Verbindungen/dm2

> mittlere Kontaktdichte > 20 Pads/cm2

> Einsatz von lasergebohrten Umsteigern,

auch Microvias genannt ( > Ø 80 µm);

hier wird auch von (Sequentiel Build Up:

semisequentielle Aufbautechnik)

SBU-Leiterplatten gesprochen

> bis 3 GBit/s bei Verwendung neuer

Leiterplatten-Materialien

ALCATEL und TZ CIS verfügen seit 

längerer Zeit über diese Technologien.

Gemeinsam enstand das Design des 

Produktes CCU. Unterstützung im Design

wurde auch für das Produkt CX1000 

geleistet.

Dank unserer Kompetenz vergibt ALCATEL

der TZ CIS als nächstes Projekt die Ent-

wicklung der 10 GBit/s 64 Channel

Endstage Matrix EM64.

(High Density Interconnection) HDI-Baugruppen
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